
Applications
DPAKは低オン抵抗と高速スイッチングMOSFET向けに設計されたミディアム
パワーアプリケーションに最適なパッケージです（基準値80W*/60A）。 
最適な用途：

	f モータードライバ
	f 電源回路
	f DC/DCコンバータ
	f 民生品
	f 自動車向け製品 

*Tc = 25°C, Tj = Max150°C 

Reliability Qualification
Amkorのパッケージは実績のある信頼性の高い部材で製造されています。     
信頼性試験：

	f 前処理条件：JEDEC標準（HTSを除く）
	f 85°C/85% RH, 168 hours, IR reflow 260°C 3X
	f H3TRB : 85°C/85% RH, 1000 hours
	f UHAST : 130°C/85% RH, 96 hours
	f 温度サイクル：-55°C to 150°C, 1000 cycles
	f 高温保管（HTS）：150°C, 1000 hours

Test Services
AmkorはMOSFET、インテリジェントパワーデバイスなどの様々なパワーディ
スクリートのテストを含むフルターンキーソリューションを提供いたします。

	f パワーディスクリートテスト
	▷ DC
	▷ キャパシタンス *1
	▷ Rg *1
	▷ アバランシェ試験
	▷ 熱抵抗

	f プログラムコンバージョン
	f 電気的不良解析
	f マーキング、外観検査、テープ&リール一体機 

*1 サンプリングテストのみ

DPAKはJEDEC規格に準拠したミディアムパワーディスクリートです。
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FEATURES

	f Alワイヤボンディングによる低オン抵抗 
および高電流密度

	f ウェハダイシングからファイナルテス
ト／パッキングまでのフルターンキーソ
リューション

	f Pbフリーめっき

UNDER DEVELOPMENT

	f 環境に配慮したダイアタッチ 
Pbフリーはんだ

	f ハロゲンフリーモールド樹脂

PROCESS HIGHLIGHTS

	f インターコネクト：Alワイヤボンディング

	f めっき：100%無光沢Sn

	f マーキング：レーザーマーク



詳細についてはamkor.comにアクセスしていただくか、またはsales@amkor.com までメ
ールをお送りください。
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Standard Materials
	f リードフレーム：Cu（ワイヤボンディング領域にNi

めっき）
	f ダイアタッチ：Pbはんだ
	f インターコネクト (max)：Alワイヤ 11.8 mil
	f モールド樹脂：ハロゲン

Shipping
	f テープ&リール

	▷ 2000 pcs／リール
	▷ テープ幅 10.7 mm
	▷ リール Ф = 330 mm

	f バーコードラベル　
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